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® oirfr ° ptisches Hfbleiter-Sensorbauelement, umfaBt 
em Gehause aus elektrisch isolierenden Material, in des- 
SCi «° w e ' ne u ° der m ehrere Offnungen ausgebildet 

^'j^'P- *»r an dem Boden des Gehauses 
w«£?v w H" 6 8n Seiner 0berf >Sche Anschliisse auf- 
weist. Verbmdungsrmttel, die die Anschlusse mit der Ver- 

tau£2r 9 T n0 J dn 2 n9 Y erbinde ". °inen transparenten 
Fu Istoff. der den Raum innerhalb des Gehauses fullt. wo- 
be. d.e erne oder mehreren Offnungen eine Volumenan- 
derung des transparenten FOIIstoffs infolge von dessen 

rente Platte, die uber dem Sense rchip unterZwischenlage 
des transparenten FOIIstoffs angeordnet und mit dem Ge- 
ein^r^ 166 - ° dor .Y er ~h W eiBt ist, und eine Fowfet 
18 T dor y ar «Parenten Platte in einer sol- 
nd!? r?T° n V o£ lebt ° der versc hweiBt ist, daS sie eines 
oder mehrere Bilder auf den Sensorchip fokussiert. Die 
Fokussieremnchtung, die transpa rente Platte und das Ge- 
E. 8516 ^ aus demselben Material oder jeweiligen 
n^gfelchTnd* 8 ^^ 6 A - d °n-n^°e™en 9 ten 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optisches Halblei- 
ter-Sensorbauelement, das einen optischen Halbleiter-Sens- 
orchip enthalt. 

Ein bekanntes optisches Halbleiter- Sensorbauelement 
enthalt einen optischen Halbleiter-Sensorchip, wie etwa 
eine ladungsgekoppelte Einrichtung (CCD) oder eine MOS- 
Einrichtung, eingeschlossen in einem Keramikgehause zur 
praktischen Verwendung. Der Sensorchip erfafit eines oder 
mehrere auf ihn durch eine aspharische Glaslinse fokus- 
sierte Bilder. Fig, 20(a) ist eine Draufsicht auf ein bekanntes 
Bauelement dieser Art, Fig. 20(b) ist eine Querschnittsan- 
sicht langs der Linie S-S in Fig. 20(a). Fig. 21(a) ist eine 
Draufsicht auf ein anderes bekanntes Sensorbauelement die- 
ser Art, und Fig. 21(b) ist eine Querschnittsansicht langs der 
Linie T-T in Fig. 21(a). Fig. 22(a) ist eine Draufsicht auf ein 

Fig. 22(b) eine Querschnittsansicht langs der Linie U-U in 
Fig. 22(a) ist. In diesen Figuren enthalt das Sensorbauele- 
ment einen Sensorchip, eine mit dem Sensorchip kombi- 
nierte aspharische Glaslinse und ein Keramikgehause in 
dem der Sensorchip und die Glaslinse untergebracht sind. 
Bei dem Sensorchip kann es sich um einen CCD-Bildfuhler, 
einen MOS-Bildfuhler, eine Fotodiode, einen Ultraviolett- 
sensor und dergleichen optischen Sensor handeln. 

Das in den Fig. 20(a) und (b) gezeigte Sensorbauelement 
enthalt einen Detektorteil und einen optischen Teil. Der De- 
tektorteil enthalt einen optischen Halbleiter-Sensorchip 111, 
ein Keramikgehause 112, einen Leiterrahmen 113, und 
Bonddrahte 114 und eine transparente Platte 116. Der Sens- 
orchip 111 ist an dem Gehause 112 befestigt (die-bonded). 
Der Leiterrahmen 113 enthalt AnschluBstifte. Die Bond- 
drahte 114 verbinden interne Ajischlusse des Sensorchips 

111 mit dem Leiterrahmen 113. Die transparente Platte 116 
ist am offenen Ende des Gehauses 112 mit einer Schicht 115 
aus einem Glas niedrigen Schmelzpunkts oder einem Kleb- 
stoff befestigt 

Der Sensorchip 111 ist an der Bodeninnenfiache des Ge- 
hauses 112 montiert, und das Gehause 112 ist durch die 
transparente Platte 116 abgedichtet. Der von dem Gehause 

112 und der transparenten Platte 116 eingeschlossene Raum 
ist mit einem nicht gezeigten transparenten Fiillstoff oder 
mit Gas gefullt. Der Detektorteil ist dadurch an einer be- 
druckten Leiterplatte 117 befestigt, daB der Leiterrahmen 

113 mit der Leiterplatte 117 verlotet ist. 

Der optische Teil enthalt eine aspharische Glaslinse 118, 
einen Linsenhalterahmen 120 und einen metallischen An- 
druckring 121. Der Linsenhalterahmen 120 ist mittels eines 
Klebstoffs 119 an der Leiterplatte 117 so befestigt, daB die 
Linse 118 eines oder mehrere Bilder auf den Sensorchip 111 
fokussieren kann. Der Andruckring 121 fixiert die Linse 118 
an den linsenhalterahmen 120. 

Das so aufgebaute Sensorbauelement erfaBt eines oder 
mehrere mittels der Linse 118 durch die transparente Platte 

116 auf den Sensorchip ill fokussierte Bilder und gibt ent- 
sprechende Bildsignale iiber den Leiterrahmen 113 aus. Das 
Sensorbauelement arbeitet somit als Bildsensor. 

Der optische Teil des in den Fig. 21(a) und (b) gezeigten 
Sensorbauelements unterscheidet sich von demjenigen des 
Sensorbauelements der Fig. 20(a) und (b). In den Fig. 21(a) 
und (b) enthalt der optische Teil die aspharische Glaslinse 
118, einen Linsenhalterahmen 124 und einen metallischen 
Andruckring 125. Der Linsenhalterahmen 124 ist mittels 
Tragsaulen 122 und Schrauben 123 so an der Leiterplatte 

117 befestigt, daB die Linse 118 eines oder mehrerer Bilder 
auf den Sensorchip HI fokussieren kann. Der Andruckring 
125 fixiert die Linse 118 an dem Linsenhalterahmen 124. 



Auch der optische Teil des in den Fig. 22(a) und (b) ge- 
zeigten Sensorbauelements unterscheidet sich von demjeni- 
gen des Sensorbauelements der Fig. 20(a) und (b). Diese 
beiden Sensorbauelemente unterscheiden sich dariiber hin- 
5 aus aber auch noch dadurch, daB bei den Fig. 22(a) und (b) 
der Detektorteil und der optische Teil zu einer Einheit inte- 
griert sind. In den Fig. 22(a) und (b) enthalt der optische Teil 
die aspharische Glaslinse 118, einen linsenhalterahmen 
128, eine Klebstoffschicht 127 und einen metallischen An- 

10 druckring 128. Die Linse 118 ist an dem linsenhalterahmen 
126 montiert. Die Klebstoffschicht 127 verklebt den Linsen- 
halterahmen 126 mit der transparenten Platte 116 des Detek- 
torteils. Der Andruckring 128 fixiert die Linse 118 an dem 
linsenhalterahmen 126. Die Linse 118 ist so positioniert, 

15 daB sie eines oder mehrere Bilder auf den Sensorchip HI fo- 
kussieren kann. 

Wenn der Raum innerhalb des Gehauses 112 mit Gas ge- 
fullt ist, konncn die Oberfiache des Sensorchips und die 
Bonddrahte 114 abhangig von Art und Zustand des im Ge- 

20 hause 112 eingeschlossenen Gases beeintrachtigt werden. 
Um dies zu vermeiden, ist es notig, den Raum innerhalb des 
Gehauses 112 mit einem Inertgas zu fullen. Das Fullen mit 
einem Inertgas fuhrt zu einer Zunahme der Herstellungs- 
schritte. Selbst wenn der Raum innerhalb des Gehauses 112 

25 mit einem Inertgas gefullt ist, mussen die Temperatur und 
die Feuchtigkeit prazise gesteuert werden, damit sich die Ei- 
genschaften des Sensorbauelements nicht andern. AuBer- 
dem muB nach Auffullen des Raums innerhalb des Gehauses 
112 mit einem Inertgas ein Gaslecktest ausgefuhrt werden, 

30 der die Herstellungskosten erhoht. 

Wenn der Raum innerhalb des Gehauses 112 mit einem 
nicht gezeigten transparenten Fullstoff zum Schutz des 
Sensorchips 111 und zur Abdichtung des Gehauses 112 ge- 
fullt ist, dehnt sich dieser Fullstoff bei Temperaturanderun- 

35 gen um und innerhalb des Gehauses 112 aus oder zieht sich 
zusammen. Diese Expansion und Kontraktion des Fullstoffs 
fuhrt zu einer Ablosung des Fullstoffs von dem Gehause 
112, zu Blasen im Fullstoff und im schlimmsten Fall zum 
Bruch der Bonddrahte 114. Die Expansion und Kontraktion 

40 des Fullstoffs infolge von Temperaturanderungen andert au- 
Berdem den Abstand zwischen der oberen Flache der trans- 
parenten Platte 116 und der Oberfiache des Sensorchips 111. 
Diese Abstandsanderung fuhrt zu einer Anderung der opti- 
schen Eigenschaften des Sensorbauelements. 

45 Bei bekannten CCD-Bildaufhahmebauelementen und be- 
kannten MOS-Bildaufnahmebauelementen wird ein Kera- 
mikgehause mit einer aspharischen Glaslinse kombiniert, 
um einen Versatz des Brennpunkts infolge von Temperatur- 
anderungen zu verhindern. Wie in den Fig. 20(a) bis 22(b) 

50 gezeigt, sind eine oder mehrere aspharische Glaslinsen 118 
an dem jeweiligen linsenhalterahmen 120, 124 bzw. 126 
montiert und mittels des jeweiligen metallischen Andruck- 
oder Halterings 121, 125 bzw. 128 fixiert. Dieser Aufbau er- 
hoht die Kosten und den Arbeitsaufwand bei der Herstel- 

55 lung. 

Wenn andererseits ein Gehause aus isolierendem Kunst- 
stoff und eine aspharische Kunststoffiinse zur Verringerung 
der Herstellungskosten in dem optischen Teil eingesetzt 
werden, dehnt sich das Kunststoffgehause bei einer Deh- 

60 nung des transparenten Fullstoffs ebenfalls aus bzw. zieht 
sich bei einem Zusammenziehen des Fullstoffs zusammen. 
Diese Expansion und Kontraktion des Gehauses bewirkt ei- 
nen groBen Versatz des Brennpunkts, der zum Erhalt eines 
klaren Bifdes sehr problematisch ist. 

65 Aufgabe der Erfindung ist es, die oben beschriebenen 
Problems der bekannten Sensorbauelemente zu beseitigen 
und ein wirtschaftliches optisches Halbleiter-Sensorbauele- 
ment mit einem einfachen Aufbau zu schaffen, das weniger 
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von Temperaturanderungen beeinfluBt wird. Eine weitere 
Aufgabe der Erfindung besteht darin, solch ein Sensorbau- 
element zu schafFen, bei dem eine Verschlechterung und 
Anderung der optischen Eigenschaften ganz oder weitge- 
hend verhiridert wird, die Lebensdauer des Bauelements 5 
verlangert ist und die Zuverlassigkeit erhSht ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemSB durch ein optisches 
Halbleiter-Sensorbauelement gemaB den unabhangigen Pa- 
tentanspriichen gelost Vorteilhafle Weiterbildungen der Er- 
findung sind Gegenstand der Unteranspruche. 10 

Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfin- 
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von 
Ausfuhrungsbeispielen in Verbindung mit den beiliegenden 
Zeichnungen. Es zeigen: 

Fig. 1 bis 18 ein erstes bis achtzehntes Ausfiihrungsbei- 15 
spiel der Erfindung, wobei (a) jeweiis eine Draufsicht und 
(b) eine Schnittansicht langs der jeweiligen Schnittlinie in 
der Darstellung (a) ist, 

Fig, 19(a) bis 19(b) perspektivische Ansichten der auBe- 
ren Erscheinung typischer optischer Halbleiter-Sensorbau- 20 
elemente, und 

Fig. 20 bis 22 herkommliche optische.Halbleiter-Sensor- 
bauelemente, wobei (a) jeweiis eine Draufsicht und (b) eine 
Schnittansicht langs der jeweiligen Schnittlinie ist. 

Bei dem in den Fig. 1 (a) und (b) dargestellten ersten Aus- 25 
fuhrungsbeispiel der Erfindung, dessen auBeres Erschei- 
nungsbild der Darstellung in Fig. 19(a) entspricht, ist ein op- 
tischer Halbleiter-Sensorchip 2 auf dem Boden eines Kunst- 
stofFgehauses 1 befestigt Bei dem Sensorchip kann es sich 
um einen CCD-Bildsensor, einen MOS-Bildsensor, eine 30 
Fotodiode, einen UV-Sensor oder dergleichen optischen 
Sensor handeln. Das KunststofFgehause 1 enthalt einen Be- 
festigungsabschnitt, an dem der Sensorchip 2 befestigt ist, 
einen Stutzabschnitt, der den Befestigungsabschnitt tragt, 
und Ofimungen la und lb. Die Oftnungen la und lb befin- 35 
den sich im Boden des KunststofFgehauses 1 und lassen zwi- 
schen sich den Stutzabschnitt stehen. 

Ein Leiterrahmen 3 als Verdrahtuhgsanordnung erstreckt - 
sich von der Innenseite zur AuBenseite des KunststofFge- 
hauses 1. Interne Anschliisse an der Oberflache des Sensor- 40 
chips 2 sind mit dem Leiterrahmen 3 uber Bonddrahte 4 als 
Verbindungsmittel verbunden. Eine transparente Platte 5 ist 
mit dem oberen Umfangsrand des KunststofFgehauses 1 ver- 
klebt oder verschweiBt. Die Platte 5 ist groB genug, um die 
obere OfFhung des KunststofFgehauses 1 vollstandig zu be- 45 
decken. 

Eine Fokussiereinrichtung 6 ist mit dem oberen Umfangs- 
rand der Platte 5 verklebt oder verschweiBt. Die Fokussier- 
einrichtung 6 enthalt eine einstuckig mit ihm ausgebildete 
Linse 6a. Die Linse 6a fokussiert eines oder mehrere Bilder 50 
auf den Sensorchip 2. Das KunststofFgehause 1, die transpa- 
rente Platte 5 und die Fokussiereinrichtung 6 bestehen alle 
aus demselben Material. Alternativ bestehen das KunststofF- 
gehause 1, die transparente Platte 5 und die Fokussierein- 
richtung 6 aus jeweiligen Materialien, deren thermische 55 
Ausdehnungskoeffizienten nahezu gleich sind. Der Grund 
hierfur wird spater beschrieben. Der Raum innerhalb des 
KunststofFgehauses 1 ist mit einem transparenten Silikongel 
7 als transparentem FullstofF gefullt Das Silikongel 7 liegt 
durch die Ofihungen la und lb im Boden des KunststofFge- 60 
hauses 1 nach auBen frei. Bei diesem ersten Ausfiihrungs- 
beispiel fQUt das Silikongel 7 den Raum innerhalb des 
KunststofFgehauses vollstandig in einer solchen Weise aus, 
daB das Silikongel den Sensorchip und die Bonddrahte 4 
vollstandig abdichtet und schutzt. Ein Gas, daB den Halblei- 65 
ter-Sensorchip beeintrachtigen konnte, wird bei dem ersten 
Ausfuhrungsbeispiel nicht zur Abdichtung verwendet bzw. 
eingeschlossen. Daher bleiben die Eigenschaften des Bau- 



elements des ersten AusfUhrungsbeispiels stabil. 

Bei diesem ersten Ausfuhrungsbeispiel sind die Ofimun- 
gen la und lb im Boden des KunststofFgehauses 1 vorgese- 
hen, und das Silikongel 7 liegt durch die Ofimungen la und 
lb nach auBen frei. Deswegen heben und senken sich die 
Endflachen oder Niveaus des Silikongels 7 in den Ofmun- 
gen la und lb als Antwort auf eine Kontraktion oder Expan- 
sion des Silikongels infolge von Temperaturanderungen, 
Anders ausgedriickt, die Ofimungen la und lb absorbieren 
temperaturanderungsbedingte Volumenanderungen des Sili- 
kongels 7. Im Gegensatz zu dem herkommlichen geschlos- 
senen Aufbau, bei dem das Innere des Gehauses vollstandig 
mit transparentem FullstofF aufgefullt ist, verhindert der of- 
fene Aufbau gemaB diesem ersten Ausfuhrungsbeispiel Bla- 
sen in dem FullstofF, das Ansaugen von Luft, das Ablosen 
des FullstofFs von dem Gehause und andere Fehler, die auf- 
grund von Expansion und Kontraktion des FullstofFs sonst 
auFtreten. Damit wird es moglich, die Eigenschaften des 
Sensorbauelements stabil zu halten. 

Da auBerdem die transparente Platte 5 fest an der Ober- 
seite des KunststofFgehauses 1 befestigt ist, andert sich der 
Abstand zwischen der Oberflache der Platte 5 und der Ober- 
flache des Sensorchips niemals, selbst wenn sich das Sili- 
kongel 7 im Gehause dehnt oder zusammenzieht. 

Somit werden die optischen Eigenschaften nicht durch 
Volumenanderungen des transparenten Silikongels 7 beein- 
trachtigt 

Das KunststofFgehause 1, die transparente Platte 5 und 
die Fokussiereinrichtung 6 konnen wirtschaftlich hergestellt 
werden, da diese Bestandteile aus dem gleichen oder jewei- 
ligen Materialien bestehen, deren thermische Ausdehnungs- 
koeffizienten nahezu gleich sind. Wenn beispiels weise die 
Temperatur zunimmt, dehnen sich das KunststofFgehause 1, 
die transparente Platte 5 und die Fokussiereinrichtung 6 in 
gleicher Weise aus, so daB die Formen vor und nach der 
Ausdehnung ahnlich sind. Der Radius und die Dicke der 
Linse 6a nehmen zu, und die Linse 6a dehnt sich nach oben 
aus, wobei die Brennweite konstant bleibt, da die Krum- 
mung der Linse 6a konstant bleibt. Gleichzeitig dehnt sich 
das KunststofFgehause 1 nach oben aus, und der Sensorchip 
2 auf dem KunststofFgehause 1 bewegt sich nach oben. Als 
Folge davon bleibt der Abstand zwischen der Linse 6a und 
dem Sensorchip 2 standig auF dem Wert der Brennweite der 
Linse 6a, und die optischen Eigenschaften des Sensorbau- 
elements bleiben stabil. 

Es soli nun das Verfahren zur Herstellung des Halbleiter- 
bauelements* gemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel be- 
schrieben werden. Eine Metallplatte (Leiterrahmen 3) wird 
in eine GieBform eingesetzt, und das Kunststofifgehause 1 
wird unter Verwendung der GieBform durch SpritzgieBen ei- 
nes thermoplastischen Harzes geformt. Der Sensorchip 2 
wird auf dem KunststofFgehause 1 befestigt Die Bond- 
drahte 4 werden an dem Sensorchip 2 und dem Leiterrah- 
men 3 befestigt. Die transparente Platte 5 wird mit einem 
KlebstofF an dem KunststofFgehause 1 befestigt oder durch 
Ultraschall mit ihm verschweiBt 

Die Fokussiereinrichtung 6 wird mittels eines KlebstofFs 
an der transparenten Platte 5 befestigt oder mit dieser ver- 
schweiBt Diese Verbindungsschritte konnen leicht ausge- 
fuhrt werden, da das KunststofFgehause 1, die transparente 
Platte 5 und die Fokussiereinrichtung 6 alle aus demselben 
Material bestehen oder aus jeweiligen Materialien, deren 
thermische Ausdehnungskoeffizienten nahezu gleich sind. 
Wenn dann das KunststofFgehause 1 und die anderen Be- 
standteile 2, 5 und 6 soweit zusammengesetzt wurden, wird 
das KunststofFgehause 1 umgedreht und durch die Ofimun- 
gen la und lb transparentes Silikongel 7 eingespritzt. Das 
KunststofFgehause 1 wird dann in einen Ofen gebracht und 
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dort das Silikongel 7 thermisch ausgehartet. 

Der Brennpunkt der linse 6a liegt immer auf dem Sens- 
orchip 2, selbst wenn sich das Kunststoffgehause 1, die 
transparente Platte 5 und die Fokussiereinrichtung 6 ther- 
misch dehnen oder zusammenziehen. Die Offnungen la und 
lb absorbieren Volumenanderungen des Silikongels 7, die 
infolge einer thermischen Expansion oder Kontraktion auf- 
treten, so daB eine stabile Abdichtung aufrechterhalten blei- 
ben. Das Sensorbauelement gemaB dem ersten Ausfuh- 
rungsbeispiel bietet damit ein hohes Erfassungsvermogen, 
und zwar selbst in Umgebungen, wo sich die Temperatur ab- 
rupt oder in einem weiten Bereich andert 

Beispielhaft weist die Folmssiereinrichtung 6 die Form 
einer zylindrischen Stange auf, wie in den Fig. 1(a), 1(b) 
und 19(a) gezeigt Die Fokussiereinrichtung 6 kann aber 
auch als quaderformige Platte, in die die Linse 6a eingesetzt 
ist, ausgebildet werden, wie in Fig. 19(b) gezeigt. Die Sen- 

cnrVicinplpmpntp Hf»r nsr-hfinl cmnH hf»«rhrip.Vif»npn AncfnVi- 

— — " "O **"* — * ~ 

rungsbeispiele konnen in gleicher Weise entweder mit zylin- 
drischer Stangenform oder als quaderformiger Platte ausge- 
bildet werden. 

Die Fig. 2(a) und (b) zeigen ein zweites Ausfuhrungsbei- 
spiel des optischen Halbleiter-Sensorbauelements. Das au- 
Bere Erscheinungsbild entspricht der Darstellung in Fig. 
19(a). 

Das Sensorbauelement des zweiten Ausfuhrungsbeispiels 
unterscheidet sich von demjenigen des ersten Ausfuhrungs- 
beispiels darin, daB der Sensorchip 2 mit einer Metallauflage 
8 (metal die pad) verbunden ist, die an der Befestigungspo- 
sition des Kunststoffgehauses 1 vorgesehen ist. Die Metall- 
auflage ist eingesetzt, um das Potential des Gehauses des 
Sensorchips 2 zu erden und die Haftung zwischen dem 
Kunststoffgehause 1 und dem Sensorchip 2 zu verbessern. 
Eine Offnung lc ist in dem Teil des Kunststoffgehauses aus- 
gebildet, auf dem sich die Metallauflage 8 befindet Ein Stift 
zum Halten der Metallauflage 8 wird durch die Offnung lc 
eingefuhrt, so daB die Metallauflage 8 beim SpritzgieBen des 
Kunststoffgehauses 1 nicht durch das eingespritzte Harz be- 
wegt wird. Da die anderen Bestandteile und ihre Ausgestal- 
tung gleich denen des ersten Ausfuhrungsbeispiels sind, 
werden mit dem zweiten AusfUhrungsbeispiel die gleichen 
Wirkungen wie mit dem ersten AusfUhrungsbeispiel erzielt. 
Wenn die Fokussiereinrichtung 6 als quaderformige Platte 
ausgebildet ist, erhalt das Sensorbauelement eine auBere 
Form gemaB Fig. 19(b). 

Die Fig. 31a) und (b) zeigen ein drittes AusfUhrungsbei- 
spiel der Erflndung. Das auBere Erscheinungsbild des Sen- 
sorbauelements diese dritten Ausfuhrungsbeispiels ent- 
spricht dem von Fig. 19(c). 

Das dritte AusfUhrungsbeispiel hat einen Aufbau, bei 
dem gegenuber dem ersten AusfUhrungsbeispiel die transpa- 
rente Platte 5 wegfallt und die Fokussiereinrichtung 6 direkt 
mit dem Kunststoffgehause 1 verklebt oder verschweiBt ist 
Wie in Fig. 19(c) gezeigt, ist die Fokussiereinrichtung 6 als 
quaderformige Platte ausgebildet, die weit genug ist, um die 
obere Offnung des Kunststoffgehauses 1 vollstandig abzu- 
decken. Die Linse 6a ist so ausgestaltet, daB ihr Brennpunkt 
standig auf dem Sensorchip 2 liegt. Das Kunststoffgehause 
1 und die Fokussiereinrichtung 6 sind aus demselben Mate- 
rial oder jeweiligen Materialien hergestellt, deren thermi- 
sche Ausdehnungskoeffizienten nahezu gleich sind. 

Der Brennpunkt der Linse 6a liegt auch dann auf dem 
Sensorchip 2, wenn sich das Kunststoffgehause 1 und die 
Fokussiereinrichtung 6 thermisch dehnen oder zusammen- 
ziehen. Die Offnungen la und lb absorbieren Volumenan- 
derungen des transparenten Silikongels 7, die infolge von 
dessen mermrscher Expansion oder Kontraktion auftreten, 
so daB eine stabile Dichtung aufrechterhalten bleibt Somit 



zeigt das Sensorbauelement des dritten Ausfuhrungsbei- 
spiels ein hohes Erfassungsvermogen selbst in Umgebun- 
gen, in denen sich die Temperatur abrupt oder in einem gro- 
Ben Bereich andert. 

5 Die Fig. 4(a) und (b) zeigen ein viertes AusfUhrungsbei- 
spiel des optischen Halbleiter-Sensorbauelements gemaB ei- 
nem vierten AusfUhrungsbeispiel der Erflndung. Das auBere 
Erscheinungsbild dieses vierten Ausfuhrungsbeispiels ent- 
spricht der Darstellung in Fig. 19(c). 

10 Das vierte AusfUhrungsbeispiel unterscheidet sich von 
dem dritten AusfUhrungsbeispiel dadurch, daB wie bei dem 
zweiten AusfUhrungsbeispiel eine Metallauflage 8 vorgese- 
hen ist. Die Metallauflage 8 ist an der Befestigungsposition 
des Kunststoffgehauses 1, wo der Sensorchip 2 befestigt 

15 wird, vorgesehen. Das Kunststoffgehause 1 und die Fokus- 
siereinrichtung 6 bestehen auch bei dem vierten AusfUh- 
rungsbeispiel aus demselben Material oder aus jeweiligen 
Materialien, deren thermische Ausdehnungskoeffizienten 
nahezu gleich sind. Damit zeigt das Sensorbauelement des 

20 vierten Ausfuhrungsbeispiels die gleichen Effekte wie das- 
jenige des dritten Ausfuhrungsbeispiels. 

Die Fig. 5(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter-Sen- 
sorbauelement gemaB einem funften AusfUhrungsbeispiel 
der Erflndung. Das auBere Erscheinungsbild dieses funften 

25 Ausfuhrungsbeispiels entspricht der Darstellung in Fig. 
19(d). 

Das funfte AusfUhrungsbeispiel hat im wesentlichen den- 
selben Aufbau wie das dritte AusfUhrungsbeispiel. Aristelle 
der Fokussiereinrichtung des dritten Ausfuhrungsbeispiels 

30 mit der Form einer quaderformigen Platte, ist bei dem vier- 
ten AusfUhrungsbeispiel eine zylindrische Fokussiereinrich- 
tung 6 vorgesehen. Diese Fokussiereinrichtung 6 ist direkt 
mit dem Gehause 1 verklebt oder verschweiBt. Wie durch 
die gepunkteten Flachen in Fig. 5(a) gezeigt, liegt der trans- 

35 parente Silikongel 7 durch die Offnungen la, lb und Id 
nach auBen frei. Die Offnungen Id sind im oberen Bereich 
des Gehauses 1 ausgebildet. Die Linse 6a ist in die Fokus- 
siereinrichtung 6 eingesetzt bzw. deren Bestandteil und 
oberhalb des Sensorchips 2 in einer solchen Position ange- 

40 ordnet, daB sie ein Bild oder Bilder auf den Sensorchip 2 fo- 
kussiert Das Kunststoffgehause 1 und die Fokussiereinrich- 
tung 6 bestehen aus demselben Material oder aus jeweiligen 
Materialien, deren thermische Ausdehnungskoeffizienten 
nahezu gleich sind. 

45 Der Brennpunkt der Linse 6a liegt immer auf dem Sens- 
orchip 2, selbst wenn sich das transparente Silikongel dehnt 
oder zusammenzieht Die Offnungen la, lb und Id absor- 
bieren die Volumenanderungen des Silikongels 7, die in- 
folge von dessen thermischer Expansion oder Kontraktion 

50 auftreten, so daB eine stabile Abdichtung aufrechterhalten 
bleibt. Somit zeigt das funfte AusfUhrungsbeispiel ein hohes 
Erfassungsvermogen selbst in Umgebungen, in denen sich 
die Temperatur abrupt oder in einem groBen Bereich andert. 
Bei diesem AusfUhrungsbeispiel kann, wie bei dem zwei- 

55 ten und dem vierten AusfUhrungsbeispiel, eine Metallauf- 
lage (8) an der Befestigungsstelle im Gehause 1 vorgesehen 
werden. 

Die Fig. 6(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter-Sen- 
sorbauelement gemaB einem sechsten AusfUhrungsbeispiel 

60 der Erflndung. 

Das Sensorbauelement enthalt ein Kunststoffgehause 1, 
eine transparente Platte 5 und eine Fokussiereinrichtung 6. 
Das Kunststoffgehause 1 enthalt einen Befestigungsab- 
schnitt, auf dem der Sensorchip 2 befestigt ist, einen StUtz- 

65 abschnitt, der den Befestigungsabschnitt tragt, Offnungen 
la und lb und Haltestege 9. Die Offnungen la und lb sind 
im Boden des Kunststoffgehauses 1 vorgesehen und lassen 
zwischen sich den Tragabschnitt stehen. Eine Offnung Id ist 
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zwischen der Platte 5 und dem Kunststoffgehause 1 ausge- 
bildet Die Haltestege 9 erstrecken sich von den Seitenin- 
nenwanden des Kunststoffgehauses-1, einander gegeniiber- 
liegend, nacb innen. 

Der Leiterrahmen 3 erstreckt sich von der Innenseite des 
Kunststoffgehauses 1 nach auBen. Der Sensorchip 2 ist an 
dem Boden (Befestigungsabschnitt) des Kunststoffgehauses 
1 befestigt Interne Anschliisse an der Oberflache des Sens- 
orchips 2 sind mittels Bonddrahten 4 mit dem Leiterrahmen 
3 verbunden. Der Raum innerhalb des Kunststoffgehauses 1 
ist mit dem transparenten Silikongel 7 gefullL Die transpa- 
rente Platte 5 wird mittels der Haltestege 9 auf dem Silikon- 
gel 7 so gehalten, daB um die Platte 5 herum die Offnung Id 
gebildet wird, wie durch die punktierte Flache in Fig. 6(a) 
gezeigt. Das Silikongel 7 liegt durch die Ofrnungen la, lb 
und Id nach auBen frei. 

Die transparente Platte 5 stent nicht direkt mit dem Kunst- 
stoffgehause 1 in Kontakt Der Boden der Platte 5 beruhrt 
direkt die Oberflache des Silikbngels 7. Die Fokussierein- 
richtung 6 ist am oberen Umf angsrand der Platte 5 angeklebt 
oder mit ihm verschweiBt. Die Fokussiereinrichtung 6 ent- 
halt die Linse 6a, die einstuckig mit ihr so ausgebildet ist, 
daB die Linse 6a ein Bild oder Bilder auf den Sensorchip 2 
fokussiert 

GemaB dem sechsten AusfLihrungsbeispiel ist der Raum 
innerhalb des Kunststoffgehauses 1 vollstandig mit dem. 
transparenten Silikongel 7 gefullt. Das Silikongel 7 dichtet 
den Sensorchip 2 und die Bonddrahte 4 vollstandig ab und 
schiitzt sie. Ein Gas, das den Halbleiter-Sensorchip beein- 
trachtigen konnte, wird bei dem sechsten Ausfuhrungsbei- 
spiel nicht verwendet. Daher werden die Eigenschaften des 
Sensorchips bei dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel stabil 
aufrechterhalten. 

Bei dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel sind die Offnun- 
gen la und lb im Boden des Kunststoffgehauses 1 ausgebil- 
det, wahrend die Offnung Id an der Oberseite des Kunst- 
stoffgehauses 1 ausgebildet ist. Das Silikongel liegt iiber die 
Ofrnungen la, lb und Id nach auBen frei. Infolge dieses of- 
fenen Aufbaus bewegen sich die Endflachen oder Niveaus 
des Silikongels 7 in den Ofrnungen la, lb und Id als Ant- 
wort auf eine Expansion oder Kontraktion des Silikongels 7, 
die als Folge einer Temperaturanderung auftritt. Anders aus- 
gedruckt, die Ofrnungen la, lb und Id absorbieren tempera- 
turbedingte Volumenanderungen des Silikongels 7. 

Der offene Aufbau des sechsten Ausfuhrungsbeispiels 
verhindert die Entstehung von Blasen in.dem Fullstoff (dem 
Gel), das Ansaugen von Luft, das Ablosen des Fiillstoffs 
von dem Gehause und dergleichen Fehler, die infolge von 
Expansion und Kontraktion des Fiillstoffs auftreten kdnn- 
ten, und ermoglicht die Aufrechterhaltung der Eigenschaf- 
ten des Sensorbauelements. 

Selbst wenn sich das Silikongel 7 dehnt oder zusammen- 
zieht, wird der Abstand zwischen der Platte 5 und dem Sens- 
orchip 2 nicht geandert, da die Platte 5 von den Haltestegen 
9 gehalten wird. 

Das KunststofFgehause 1, die transparente Platte 5 und 
die Fokussiereinrichtung 6 konnen wirtschaftlich hergestellt 
werden, da diese B'estandteile alle aus dem gleichen Mate- 
rial oder aus jeweiligen Mated alien bestehen, deren thermi- 
sche Ausdehnungskoeffizienten nahezu gleich sind. Wenn 
sich das KunststofFgehause 1, die transparente Platte 5 und 
die Fokussiereinrichtung 6 infolge einer Temperaturzu- . 
nahme ausdehnen, dehnt sich auch die Linse 6a aus. Dies hat 
zur Folge, daB die Brennweite groBer wird und der Brenn- 
punkt standi g auf dem Sensorchip 2 verbleibt, Somit werden 
stabile Eigenschaften aufrechterhalten. 

Daher beeintrachugen Volumenanderungen des Silikon- 
gels die opdschen Eigenschaften des Sensorbauelements 



nicht. 

Bedarf sweise kann wie bei dem zweiten und dem vierten 
Ausfuhrungsbeispiel eine Metallauflage (8) an der Befesti- 
gungsposition fur den Sensorchip 2 in dem Boden des 
5 Kunststoffgehauses 1 vorgesehen werden. 

Statt die transparente Platte 5 durch die Haltestege 9 zu 
halten, kann die Platte 5 in horizontals oder vertikaler Rich- 
tung in Fig. 6(a) verlangert und direkt mit dem Kunststoff- 
gehause 1 unter Bildung von Offnungen Id verklebt oder 

10 verschweiBt werden. Die Fokussiereinrichtung 6 kann in der 
Form einer zylindrischen Stange oder einer quaderfbrmigen 
Platte ausgebildet werden. 

Die Fig. 7(a) und (b) zeigen ein optischen Halbleiter-Sen- 
sorbauelement gemaB einem siebten Ausfuhrungsbeispiel 

is der Erfindung. Eine als quaderformige Platte ausgebildete 
Fokussiereinrichtung 6 wird mittels Haltestegen 9 so auf 
dem transparenten Silikongel 7 getragen, daB um die Fokus- 
siereinrichtung 6 herum eine Offnung Id gebildet wird, wie 
durch die punktierte Rache in Fig. 7(a) dargestellt. Das 

20 transparente Silikongel 7 liegt iiber die Ofrnungen la, lb 
und Id nach auBen frei. 

Der Aufbau des siebten Ausfuhrungsbeispiels unterschei- 
det sich von demjenigen des sechsten Ausfuhrungsbeispiels 
dadurch, daB die transparente Platte 5 en tf alien ist und die 

25 Fokussiereinrichtung 6 direkt mit den Haltestegen 9 ver- 
klebt oder verschweiBt ist. Dies erfolgt in einer solchen 
Weise, daB die Linse 6a der als quaderformige Platte ausge- 
bildeten Fokussiereinrichtung 6 sich in einer solchen Lage 
befindet, daB sie ein Bild oder Bilder auf den Sensorchip 2 

30 fokussiert. 

Das KunststofFgehause 1 und die Fokussiereinrichtung 6 
bestehen aus demselben Material oder jeweiligen Materia- 
lien, deren thermische Ausdehnungskoeffizienten nahezu 
gleich sind. Das Sensorbauelement des siebten Ausfuh- 

35 rungsbeispiels zeigt die gleichen Wirkungen wie das des 
sechsten Ausfuhrungsbeispiels. 

Wiederum kann bedarfsweise die Metallauflage (8) des 
zweiten oder des vierten Ausfuhrungsbeispiels an der Befe- 
stigungsposition fur den Sensorchip 2 im Boden des Kunst- 

40 stoffgehauses 1 vorgesehen werden. 

Die Fig. 8(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter-Sen- 
sorbauelement gemaB einem achten Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung. Dieses achte Ausfuhrungsbeispiel hat ein au- 
Beres Erscheinungsbild gemaB der Darstellung in Fig. 19(b). 

45 Der Aufbau des achten Ausfuhrungsbeispiels ist im we- 
sentlichen der gleiche wie der des ersten Ausfuhrungsbei- 
spiels. Die transparente Platte 5 zwischen dem Kunststoff- 
gehause 1 und der Fokussiereinrichtung 6 des ersten Aus- 
fuhrungsbeispiels ist beim achten Ausfuhrungsbeispiel 

50 durch eine Blendenplatte 13 mit einer Blendenoffhung 13a 
ersetzt. Die Blendenplatte 13 ist als quaderformige Platte 
ausgebildet, die weit genug ist, um die obere Offnung des 
Kunststoffgehauses 1 vollstandig zu uberdecken. Die Blen- 
denplatte 13 ist mit dem oberen Umf angsrand des Kunst- 

55 stoffgehauses 1 verklebt oder verschweiBt Die Fokussier- 
einrichtung 6 ist am oberen Umfangsrand der Blendenplatte 
13 angeklebt oder mit ihm verschweiBt. 

Die Linse 6a ist so ausgebildet, daB ihr Brennpunkt im- 
mer auf dem Sensorchip 2 liegt. Das Kunststoffgehause 1 

60 und die Fokussiereinrichtung 6 bestehen aus demselben Ma- 
terial oder aus jeweiligen Materialien, deren thermische 
Ausdehnungskoefrlzienten nahezu gleich sind. 

Der Brennpunkt der Linse 6a liegt auch dann imrner auf 
dem Sensorchip 2, wenn sich das Kunststoffgehause 1 und 

65 die Fokussiereinrichtung 6 thermisch dehnen oder zusam- 
menziehen. Die Offnungen la und lb absorbieren Volumen- 
anderungen des transparenten Silikongels 7, die infolge von 
dessen thermischer Expansion oder Kontraktion auftreten, 
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so daB eine stabile Abdichtung aufrechterhalten wird. Somit 
zeigt das achte Ausfiihrungsbeispiel ein hohes Erfassungs- 
vermogen, selbst in Umgebungen, in denen sich die Tempe- 
ratur abrupt oder in einem groBen Bereich andert. 

Obwohl in den Figuren nicht dargestellt, kann eine ka- 5 
stenartig geformte Fokussiereinrichtung 6 so positioniert an- 
geordnet werden, daB sie die Blendenplatte 13, die mit dem 
Kunststoffgehause 1 verklebt oder verschweiBt ist, bedeckt 
und ihrerseits mit dem oberen Umfangsrand des Kunststoff- 
gehauses verklebt oder verschweiBt ist. In diesem Fall hat 10 
das Sensorbauelement ein auBeres Erscheinungsbild gemaB 
Darstellung in Fig* 19(c). 

Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch die Form einer zy- 
lindrischen Stange aufweisen. In diesem Fall hat das Sensor- 
bauelement ein auBeres Erscheinungsbild gemaB Darstel- 15 
lung in Fig. 19(a). Die Fig, 9(a) und (b) zeigen ein optisches 
Halbleiter- Sensorbauelement gemaB einem neunten Aus- 
fuhnjngsbeispiel der Erfindung. 

Das neunte Ausfiihrungsbeispiel hat einen Aufbau, der im 
wesentlichen demjenigen des achten Ausfuhrungsbeispiels 20 
gleicht. Unterschiedlich ist, daB beim neunten Ausfiihrungs- 
beispiel die Fokussiereinrichtung 6 einen mehrere Linsen 
umfassenden Linsensatz aufweist. Im Fall der Fig. 9(a) und 
(b) umfaBt der Linsensatz zwei Linsen 6a und 6b. 

Eine Blendenplatte 13 fur den Linsensatz ist mit Blenden- 25 
offnungen 13a und 13b versehen und mit dem oberen Um- 
fangsrand des Kunststoffgehauses 1 verklebt oder ver- 
schweiBt. Das Kunststoffgehause 1 ist in seinem Boden mit 
einer Offnung la versehen. Die Fokussiereinrichtung 6 ist 
mit der oberen Flache der Blendenplatte 13 in einer solchen 30 
Position verklebt oder verschweiBt, daB die Linsen 6a und 
6b iiber den Blendenoffhungen 13a bzw. 13b liegen. 

Die Fokussiereinrichtung 6 ist so ausgebildet, daB sie (im 
Beispiel mit zwei Linsen), Bilder an zwei Stellen auf den 
Sensorchip 2 fokussiert. Das Kunststoffgehause 1 und die 35 
Fokussiereinrichtung 6 bestehen aus demselben Material 
oder aus jeweiligen Materialien, deren thermische Ausdeh- 
nungskoeffizienten im wesentlichen gleich sind. 

Die Brennpunkte der Linsen 6a und 6b befinden sich im- 
mer auf dem Sensorchip 2, selbst wenn sich das Kunststoff- 40 
gehause 1 und die Fokussiereinrichtung 6 thermisch dehnen 
oder zusammenziehen. Die Offnung la absorbiert Volumen- 
anderungen des transparenten Silikongels 7, die als Folge 
von dessen thermischer Expansion oder Kontraktion auftre- 
ten, so daB eine stabile Abdichtung erhalten bleibt. Somit 45 
zeigt das neunte Ausfiihrungsbeispiel ein hohes Erfassungs- 
vermogen auch in Umgebungen, in denen sich die Tempera- 
tur abrupt oder in einem groBen Bereich andert. 

Die Fig. 10(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter- 
Sensorbauelement gemaB einem zehnten Ausfuhrungsbei- 50 
spiel der Erfindung. Das zehnte Ausfiihrungsbeispiel hat ein 
auBeres Erscheinungsbild gemaB Darstellung in Fig. 19(a). 

Der Aufbau des zehnten Ausfuhrungsbeispiels unter- 
scheidet sich von demjenigen des ersten Ausfuhrungsbei- 
spiels dadurch, daB zusatzlich ein Diinnfilm 10 vorgesehen 
ist, um die Offnungen la und lb an der Ruckseite bzw. dem 
Boden des Kunststoffgehauses 1 zu bedecken. Der Diinn- 
film 10 verhindert, daB Feuchtigkeit und Fremdstoffe in das 
transparente Silikongel 7 gelangen, so daB dieses das das 
Gehause 1 auffullende Silikongel 7 schutzt 

Die Teile des Dunnfilms 10, die den Offnungen la bzw. 
lb zugewandt sind, heben oder senken sich als Antwort auf 
eine Kontraktion oder Expansion des Silikongels 7. Der 
Diinnfilm 10 besteht aus Gummi bzw. Kautschuk, Kunst- 
stoff, Kunstharz oder dergleichen elastischem Material. 

Vorzugsweise ist der Diinnfilm 10 behandelt, beispiels- 
weise schwarz gestrichen, um Licht abzublocken. Das 
Kunststoffgehause 1, die transparente Platte 5 und die Fo- 
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kussiereinrichtung 6 bestehen aus demselben Material oder 
aus jeweiligen Materialien, deren thermische Ausdehnungs- 
koeffizienten nahezu gleich sind. 

Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch in der Form einer 
quaderformigen Platte ausgebildet sein. In diesem Fall wird 
das auBere Erscheinungsbild zu dem der Darstellung in Fig. 
19(b). 

Die Fig. 11(a) und (b) zeigen ein elftes Ausfiihrungsbei- 
spiel der Erfindung. Das auBere Erscheinungsbild des elften 
Ausfuhrungsbeispiels entspricht der Darstellung in Fig. 

19(c). 

Der Aufbau des elften Ausfuhrungsbeispiels entspricht 
im wesentlichen demjenigen des dritten Ausfuhrungsbei- 
spiels. Im Unterschied zum dritten Ausfuhrungsbeispiel ist, 
wie bei dem zehnten Ausfiihrungsbeispiel, ein Diinnfilm 10 
vorgesehen, der die Ofmungen la und lb an der Ruckseite 
des Kunststoffgehauses 1 abdeckt, um den Zutritt von 
Feuchtigkeit und Fremdstoffen zu dem transparenten Sili- 
kongel 7 zu verhindern und das das Gehause 1 auffullende 
Silikongel 7 zu schiitzen. 

Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch in Form einer zy- 
lindrischen Stange ausgebildet werden, in welchem Fall sich 
das auBere Erscheinungsbild zu demjenigen der Darstellung 
in Fig. 19(d) andert. 

Die Fig. 12(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter- 
Sensorbauelement gemaB einem zwolften Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung. Das zwolfte Ausfiihrungsbeispiel hat 
ein auBeres Erscheinungsbild gemaB der Darstellung in Fig. 
19(b). 

Der Aufbau des zwolften Ausfuhrungsbeispiels gleicht 
im wesentlichen demjenigen des achten Ausfuhrungsbei- 
spiels. Abweichend von diesem achten Ausfiihrungsbeispiel 
ist bei diesem zwolften Ausfiihrungsbeispiel ein Diinnfilm 
10 vorgesehen, der die Offnungen la und lb, die im Boden 
des Kunststoffgehauses 1 ausgebildet sind, abdeckt, um den 
Zutritt von Feuchtigkeit und Fremdstoffen zu dem transpa- 
renten Silikongel 7 zu verhindern und dadurch das das Ge- 
hause 1 auffullende Silikongel 7 zu schiitzen. 

Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch in Form einer zy- 
lindrischen Stange ausgebildet sein, in welchem Fall sich 
das auBere Erscheinungsbild zu demjenigen der Darstellung 
in Fig. 19(a) andert. 

Die Fig. 13(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter- 
Sensorbauelement gemaB einem dreizehnten Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung. Das auBere Ersjcheinungsbild des 
dreizehnten Ausfuhrungsbeispiels gleicht der Darstellung in 
Fig. 19(a). 

Der Aufbau des dreizehnten Ausfuhrungsbeispiels gleicht 
im wesentlichen demjenigen des ersten Ausfuhrungsbei- 
spiels mit dem Unterschied, daB beim dreizehnten Ausfuh- 
rungsbeispiel zusatzlich Beschichtungsfilme 11a und Ub 
vorgesehen sind. Die Beschichtungsfilme Ua und lib be- 
schichten die Oberflachen des transparenten Silikongels 7 in 
den jeweiligen Offnungen la und lb. Die Beschichtungs- 
filme 11a und lib bestehen aus Silikongummi, Kunstharz 
oder dergleichen Material, das weniger hygroskopisch und 
nach Aushartung harter ist als das transparente Silikongel 7. 

Die Beschichtungsfilme 11a und Ub bewegen sich ab- 
hangig von einer Kontraktion bzw. Expansion des Silikon- 
gels 7 nach oben und unten und verhindern, daB Feuchtig- 
keit und Fremdstoffe in das Silikongel 7 gelangen. Dadurch 
wird das das Gehause 1 auffullende Silikongel 7 geschiitzt. 
Das Kunststoffgehause 1, die transparente Platte 5 und die 
Fokussiereinrichtung 6 bestehen aus demselben Material 
oder aus jeweiligen Materialien, deren thermische Ausdeh- 
nungskoeffizienten nahezu gleich sind. 

Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch in Form einer qua- 
derformigen Platte ausgebildet sein, in welchem Fall sich 
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das auBere Erscheinungsbild dieses Ausfuhrungsbeispiels 
zu demjenigen der Darstellung in Fig. 19(b) andert. 

Die Fig. 14(a) und (b) zeigen ein optisches Halbieiter- 
Sensorbauelement gemaB einem vierzehnten Ausfiihrungs- 
beispiel der Erfindung. Das auBere Erscheinungsbild dieses 5 
vierzehnten Ausfuhrungsbeispiels gleicht der Darstellung in 
Fig. 19(c). 

Der Aufbau des vierzehnten Ausruhrungsbeispiels gleicht 
im wesentlichen demjenigen des dritten Ausfiihrungsbei- 
spiels mit der Ausnahme, daB bei dem vierzehnten Ausfuh- 10 
rungsbeispiel Beschichtungsfilme 11a und lib die Oberfla- 
chen des transparenten Silikongels 7 in den Ofthungen la 
und lb bedecken. Die Beschichtungsfilme Ua und lib be- 
stehen aus Silikongummi, Kunstharz oder dergleichen Ma- 
terial, das weniger hygroskopisch und nach Aushartung har- 15 
ter ist als das transparente Silikongel 7. 

Das Kunststoffgehause 1 und die Fokussiereinrichtung 6 
bestehen aus demselben Material, oder aus jeweiligen Mate- 
rialien, deren thermische Ausdehnungskoeffizienten nahezu 
gleich sind. Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch in Form 20 
einer zylindrischen Stange ausgebildet sein, in welchem Fall 
sich das auBere Erscheinungsbild zu demjenigen der Dar- 
stellung in Fig. 19(d) andert. 

Die Fig. 15(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter- 
Sensorbauelement gemaB einem funfzehnten Ausfuhrungs- 25 
beispiel der Erfindung. Das auBere Erscheinungsbild des 
funfzehnten Ausfuhrungsbeispiels gleicht der Darstellung in 
Fig. 19(b). 

Der Aufbau des funfzehnten Ausfiihrungsbeispiels 
gleicht im wesentlichen demjenigen des achten Ausfuh- 30 
rungsbeispiels mit der Ausnahme, daB zusatzlich Beschich- 
tungsfilme 11a und lib. vorgesehen sind, die die Oberfla- 
chen des transparenten Silikongels 7 in der Ofrhung la und 
lb bedecken. Die Beschichtungsfilme 11a und lib bestehen 
aus Silikongummi, Kunstharz oder dergleichen Material, 35 
das weniger hygroskopisch und nach der Aushartung harter 
ist als das transparente Silikongel 7. 

Das Kunststoffgehause 1 und die Fokussiereinrichtung 6 
bestehen aus demselben Material oder aus jeweiligen Mate- 
rialien, deren thermische Ausdehnungskoeffizienten im we- 40 
sentlichen gleich sind. 

Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch in Form einer zy- 
lindrischen Stange ausgebildet sein, in welchem Fall sich 
das auBere Erscheinungsbild dieses Ausruhrungsbeispiels 
zu dem der Darstellung in Fig. 19(a) andert. 45 

Die Fig. 16(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter- 
Sensorbauelerrient gemaB einem sechzehnten Ausfuhrungs- 
bei spiel der Erfindung. Das auBere Erscheinungsbild des 
sechzehnten Ausfiihrungsbeispiels entspricht der Darstel- 
lung in Fig. 19(b). 50 

Der Aufbau des sechzehnten Ausfuhrungsbeispiels 
gleicht im wesentlichen demjenigen des ersten Ausfuh- 
rungsbeispiels mit der Ausnahme, daB zusatzlich an der 
Riickseite des KunststorTgehauses 1 eine Schutzplatte 12 
ausgebildet ist. Die Schutzplatte 12 enthalt Bohrungen 12a 55 
und 12b an den den Offnungen la bzw. lb entsprechenden 
Stellen. Zum Schutz des transparenten Silikongels 7 sind die 
Querschnittsflachen der Bohrungen 12a und 12b klein ge- 
nug urn zu verhindern, daB Feuchtigkeit und Fremdstoffe in 
das transparente Silikongel 7 gelangen. Das KunststofFge- 60 
hause 1, die transparente Platte 5 und die Fokussiereinrich- 
tung 6 bestehen aus demselben Material oder aus jeweiligen 
Materialien, deren thermische Ausdehnungskoeftizienten 
im wesentlichen gleich sind. 

Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch als quaderfSrmige 65 
Platte ausgebildet sein, in welchem Fall sich das auBere Er- 
scheinungsbild dieses Ausfuhrungsbeispiels zu dem der 
Darstellung in Fig. 19(b) andert. 
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Die Fig. 17(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter- 
Sensorbauelement gemaB einem siebzehnten Ausfuhrungs- 
beispiei der Erfindung. Das auBere Erscheinungsbild des 
siebzehnten Ausruhrungsbeispiels entspricht der Darstel- 
lung in Fig. 19(b). 

Der Aufbau des siebzehnten Ausfuhrungsbeispiels 
gleicht im wesentlichen demjenigen des dritten Ausfuh- 
rungsbeispiels mit der Ausnahme, daB ahnlich dem sech- 
zehnten Ausfuhrungsbeispiel, zusatzlich eine an der Riick- 
seite des Kunststoffgehauses 1 angeordnete Schutzplatte 12 
vorgesehen ist. Das Kunststoffgehause 1 und die Fokussier- 
einrichtung 6 bestehen aus demselben Material oder aus je- 
weiligen Materialien, deren thermische Ausdehnungskoeffi- 
zienten im wesentlichen gleich sind. 

Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch in Form einer zy- 
lindrischen Stange ausgebildet sein, in welchem Fall sich 
das auBere Erscheinungsbild dieses Ausfuhrungsbeispiels 
zu dem der Darstellung in Fig. 19(d) andert. 

Die Fig. 18(a) und (b) zeigen ein optisches Halbleiter- 
Sehsorbauelement gemSB einem achtzehnten Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung. Das auBere Erscheinungsbild dieses 
achtzehnten Ausfuhrungsbeispiels entspricht der Darstel- 
lung in Fig. 19(b). 

Der Aufbau des achtzehnten Ausfuhrungsbeispiels 
gleicht im wesentlichen demjenigen des achten Ausfiih- 
rungsbeispiels mit der Ausnahme, daB ahnlich wie bei dem 
sechzehnten und dem siebzehnten Ausfuhrungsbeispiel zu- 
satzlich eine an der Riickseite des Kunststoffgehauses 1 an- 
geordnete Schutzplatte 12 vorgesehen ist. Das Kunststoffge- 
hause 1 und die Fokussiereinrichtung 6 bestehen aus dem- 
selben Material oder aus jeweiligen Materialien, deren ther- 
mische Ausdehnungskoeffizienten im wesentlichen gleich 
sind. 

Die Fokussiereinrichtung 6 kann auch in Form einer zy- 
lindrischen Stange ausgebildet sein, in welchem Fall sich 
das auBere Erscheinungsbild dieses Ausfuhrungsbeispiels 
zu demjenigen der Darstellung in Fig. 19(a) andert. 

Bei jedem der Ausfuhrungsbeispiele 10 bis 18 kann ahn- 
lich wie beim zweiten Ausfuhrungsbeispiel eine Metallauf- 
lage (8) an der Befestigungsposition des Kunststoffgehauses 
1 angeordnet werden, an der der Sensorchip 2 befestigt wird. 

Haltestege 9 konnen bei jedem der Ausfuhrungsbeispiele 
10 bis 18 hinzugefugt werden, um eine oder mehrere zusatz- 
liche Ofrhungen Id zu schaffen, wie sie etwa in Verbindung 
mit den Ausfuhrungsbeispielen 5 bis 7 erlautert wurden. 

Obwohl nicht dargestellt, ist es vorzuziehen, einen Dunn- 
film, einen Beschichtungsfilm oder eine Schutzplatte auf 
dem transparenten Silikongel 7 in jeder Ofihung Id vorzuse- 
hen um zu verhindem, daB Feuchtigkeit und Fremdstoffe in 
das Silikongel 7 gelangen. 

Die vorliegende Erfindung ist anwendbar auf ein Gehause- 
fur Oberflachenmontage, dessen Innenraum mit einem 
transparenten Fiillstoff gefullt ist. Der transparente Fiillstofif 
ist nicht auf das oben beschriebene transparente Silikongel 
beschrankt. Beispielsweise konnen auch transparente Sili- 
kongummis und transparente Kunstharze als Fullstoff ver- 
wendet werden. Das Gehause kann auch aus anderen Mate- 
rialien hergestellt werden, etwa Keramik oder einem Kera- 
mik-KunststoffVerbund. 

Die Kunststoffgehause der Ausfuhrungsbeispiele 1 bis 18 
werden durch SpritzgieBen von thermoplastischem Harz 
hergestellt. Die Kunststoffgehause konnen aber auch durch 
FormgieBen von Epoxyharzen und warmehartenden Harzen 
hergestellt werden. Die Verbindungsmittel zum Verbinden 
der internen Anschlusse des Sensorchips mit dem Verdrah- 
tungsmuster auf dem isolierenden Gehause sind nicht auf 
die oben beschriebenen Bonddrahte beschrankt. Verbindun- 
gen durch das .sogenannte kontroUierte "collapse bonding" 
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ist ebenso anwendbar auf die Verbindung der internal An- 
schliisse des Sensorchips mit dem Verdrahtungsmuster auf 
dem isolierenden Gehause. 

Cycloolefinpolymer, allgemein als "CPO" bezeichnet, 
sind bevorzugt als Kunststofirnateri alien fur die Bestand- 5 
teile. Als Beispiel fur die Kombination von Materialien mit 
nahezu gleichem thermischen Ausdehnungskoeffizienten, 
konnen die transparente Platte 5 und die Fokussiereinrich- 
tung 6 aus einem transparenten Cycloolefinpolymer und das 
Kunststoffgehause 1 aus einem mit Pigment vermischten 10 
Cycloolefinpolymer hergestellt werden. 

Wie beschrieben, verbessert die vorliegende Erfindung 
die Stabilitat des optischen Halbleiter-Sensorbauelements 
gegen Temperaturanderungen, verhindert eine Verschlechte- 
rung und Anderung der optischen Eigenschaften, verlangert 15 
die Lebensdauer des Bauelements und schafft in Bauele- 
ment mit hoher Zuverlassigkeit. 

Patentanspriiche 

20 

1. Optisches Halbleiter-Sensorbauelement, umfas- 
send: 

ein Gehause (1) aus elektrisch isolierendem Material, 
in dessen Boden eine oder mehrere Offnungen (la, lb) 
ausgebildet sind, 25 
eine Verdrahtungsanordnung (3), die sich vom Inneren 
des Gehauses (1) nach auBen erstreckt, 
einen optischen Halbleiter-Sensorchip (2), der an dem 
Boden des Gehauses (1) befestigt ist und an seiner 
Oberfiache Anschliisse aufweist, 30 
Verbindungsmittel (4), die die Anschliisse mit der Ver- 
drahtungsanordnung (3) verbinden, 
einen transparenten Fullstoff (7), der den Raum inner- 
halb des Gehauses (1) fullt, wobei 

die eine oder mehreren Offnungen (la, lb) eine Volu- 35 
menanderung des transparenten Fullstoffs infolge von 
dessen Expansion oder Kontraktion absorbieren, 
eine transparente Platte (5), die fiber dem Sensorchip 
(2) unter Zwischenlage des transparenten Fullstoffs (7) 
angeordnet und mit dem Gehause (1) verklebt oder ver- 40 
schweiBt ist, und 

eine Fokussiereinrichtung (6), die mit der transparen- 
ten Platte (5) in einer solchen Position verklebt oder 
verschweiBt ist, daB sie eines oder mehrere Bilder auf 
den Sensorchip (2) fokussiert, 45 
wobei die Fokussiereinrichtung (6), die transparente 
Platte (5) und das Gehause (1) aus demselben Material 
oder jeweiligen Materialien bestehen, deren thermische 
Ausdehnungskoeffizienten nahezu gleich sind. 

2. Optisches Halbleiter-Sensorbauelement, umfas- 50 
send: 

ein Gehause (1) aus elektrisch isolierendem Material, 
in dessen Boden eine oder mehrere Ofihungen (la, lb) 
ausgebildet sind, 

eine Verdrahtungsanordnung (3), die sich vom Inneren 55 
des Gehauses (1) nach auBen erstreckt, 
einen optischen Halbleiter-Sensorchip (2), der an dem 
Boden des Gehauses (1) befestigt ist und an seiner 
Oberfiache Anschliisse aufweist, 

Verbindungsmittel (4), die die Anschliisse mit der Ver- 60 
drahtungsanordnung (3) verbinden, 
einen transparenten Fullstoff (7), der den Raum inner- 
halb des Gehauses (1) fullt, wobei die eine oder mehre- 
ren Offnungen (la, lb) eine Volumenanderung des 
transparenten Fullstoffs infolge von dessen Expansion 65 
oder Kontraktion absorbieren, und 
eine Fokussiereinrichtung (6), die oberhalb des Sensor- 
chips (2) unter Zwischenlage des transparenten Full- 



229 A 1 

14 

stoffs (7) in einer solchen Position angeordnet ist, daB 
sie eines oder mehrere Bilder auf den Sensorchip (2) . 
fokussiert, wobei die Fokussiereinrichtung (6) mit dem 
Gehause (1) verklebt oder verschweiBt ist, und 
wobei die Fokussiereinrichtung (6) und das Gehause 
(1) aus demselben Material oder jeweiligen Materialien 
bestehen, deren thermische Ausdehnungskoeffizienten 
im wesentlichen gleich sind. 

3. Optisches Halbleiter-Sensorbauelement, umfas- 
send: 

ein aus elektrisch isolierendem Material bestehendes 
Gehause (1), in dessen Boden eine oder mehrere Off- 
nungen (la, lb) ausgebildet sind und das nach innen ra- 
gende Haltestege (9) aufweist, 

eine Verdrahtungsanordnung, die sich von der Innen- 
seite des Gehauses (1) nach auBen erstreckt, 
einen optischen Halbleiter-Sensorchip (2), der an dem 
Boden des Gehauses (1) befestigt ist und an seiner 
Oberfiache Anschliisse aufweist, 
Verbindungsmittel (4), die die Anschliisse mit der Ver- 
drahtungsanordnung (3) verbinden, 
einen den Raum innerhalb des Gehauses (1) fuUenden 
transparenten FiillstofF (7), 

eine transparente Platte (5), die oberhalb des Sensor- 
chips (2) unter Zwischenlage des transparenten Full- 
stoffs (7) angeordnet ist, wobei eine oder mehrere Off- 
nungen (Id) zwischen dem Gehause (1) und der trans- 
parenten Platte (5) gebildet werden und die transpa- 
rente Platte (5) mit den Haltestegen (9) des Gehauses 
U) verklebt oder verschweiBt ist, und 
eine Fokussiereinrichtung (6), die mit der transparen- 
ten Platte (5) in einer solchen Position verklebt oder 
verschweiBt ist, daB sie eines oder mehrere Bilder auf 
den Halbleiterchip (2) fokussiert, 
wobei die eine oder mehreren Offnungen (la, lb) im 
Boden des Gehauses (1) und die eine oder mehreren 
Offnungen (Id) zwischen dem Gehause (1) und der 
transparenten Platte (5) Volumenanderungen des trans- 
parenten Fullstoffs (7) absorbieren, die sich bei dessen 
Expansion oder Kontraktion ergeben, und 
wobei die Fokussiereinrichtung (6), die transparente 
Platte (5) und das Gehause (1) aus demselben Material 
oder aus jeweiligen Materialien bestehen, deren ther- 
mische Ausdehnungskoeffizienten im wesentlichen 
gleich sind. 

4. Optisches Halbleiter-Sensorbauelement, umfas- 
send: 

ein aus elektrisch isolierendem Material bestehendes 
Gehause (1), in dessen Boden eine oder mehrere Off- 
nungen (la, lb) ausgebildet sind und das nach innen ra- 
gende Haltestege (9) aufweist, 

eine Verdrahtungsanordnung, die sich von der Innen- 
seite des Gehauses (1) nach auBen erstreckt, 
einen optischen Halbleiter-Sensorchip (2), der an dem 
Boden des Gehauses (1) befestigt ist und an seiner 
Oberfiache Anschliisse aufweist, 

Verbindungsmittel (4), die die Anschliisse mit der Ver- 
drahtungsanordnung (3) verbinden, 
einen den Raum innerhalb des Gehauses (1) fuUenden 
transparenten Fullstoff (7), und 

eine Fokussiereinrichtung (6), die oberhalb des Sensor- 
chips (2) unter Zwischenlage des transparenten Full- 
stoffs (7) in einer solchen Position angeordnet ist, daB 
die Fokussiereinrichtung (6) eines oder mehrere Bilder 
auf den Sensorchip (2) fokussiert, wobei zwischen dem 
Gehause (1) und der Fokussiereinrichtung (6) eine oder 
mehrere Offnungen (Id) gebildet werden und die Fo- 
kussiereinrichtung (6) mit den Haltestegen (9) des Ge- 
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hauses (1) verklebt oder verschweiBt ist, 
wobei die eine oder mehrere Ofmungen (la, lb) im Bo- 
den des Gehauses (1) und die eine oder mehreren Off- 
nungen (Id) zwiscben dem Gehause (1) und der Fokus- 
siereinrichtung (6) Volumenanderungen des transpa- 5 
renten Fiillstoffs (7) absorbieren, die sich bei dessen 
Expansion oder Kontraktion ergeben, und 
wobei die Fokussiereinrichtung (6) und das Gehause 

(1) aus demselben Material oder aus jeweiligen Mate- 

ri alien beslehen, deren tbermische Ausdehnungskoeffi- 10 
zienten im wesentlichen gleich sind. 

5. Optisches Halbleiter-Sensorbauelement, umfas- 
send: 

ein Gehause (1) aus elektrisch isolierendem Material, 
in dessen Boden eine oder mehrere Oflhungen (la, lb) 15 
ausgebildet sind, 

eine Verdrahtungsanordnung (3), die sich vom Inneren 
des Gehauses (1) nach auBen erstreckt, 
einen optischen Halbieiter-Sensorchip (2), der an dem 
Boden des Gehauses (1) befestigt ist und an seiner 20 
Oberfl ache Anschlusse aufweist, 
Verbindungsmittei (4), die die Anschlusse mit der Ver- 
drahtungsanordnung (3) verbinden, 
einen transparenten Fiillstoff (7), der den Raum inner- 
halb des Gehauses (1) fullt, wobei die eine oder mehre- 25 
ren Ofmungen (la, lb) eine Voluinenanderung des 
transparenten Fiillstoffs infolge von dessen Expansion 
oder Kontraktion absorbieren, 

eine Blendenplatte (13), die oberhalb des Sensorchips 

(2) unter Zwischenlage des transparenten Fullstofrs (7) 30 
angeordnet, die mit dem Gehause (1) verklebt oder ver- 
schweiBt ist und die die auf den Sensorchip (2) auftref- 
fenden Lichtstrahlen begrenzt, und 

eine Fokussiereinrichtung (6), die mit der Blenden- 
platte (13) in einer Position verklebt oder verschweiBt 35 
ist, daB sie eines oder mehrere Bilder auf den Sensor- 
chip (2) fokussiert, 

wobei die Fokussiereinrichtung (6), die Blendenplatte 
(13) und das Gehause (1) aus demselben Material oder 
jeweiligen Materialien bestehen, deren thermische 40 
Ausdehnungskoeffizienten im wesentlichen gleich 
sind. 

6. Sensorbauelement nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Fokussiereinrichtung (6) wenig- 
stens zwei Linsen (6a, 6b) aufweist und die Blenden- .45 
platte (13) Blendenofmungen (13a, 13b) aufweist, von 
denen je eine einer jeweiligen der Linsen (6a, 6b) ein- 
deutig zugeordnet ist. 

7. Sensorbauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB es ferner eine 50 
Abdeckanordnung (10) zum Bedecken der einen oder 
mehreren Ofmungen (la, lb) aufweist. 

8. Sensorbauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daB es ferner Beschich- 
tungsmittel (11a, lib) zum Beschichten des transparen- 55 
ten Fiillstoffs (7) in der einen oder den mehreren Off- 
nungen (la, lb) aufweist. 

9. Sensorbauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daB es ferner eine Schutz- 
anordnung (12, 12a, 12b) zum Schutz des transparen- 60 
ten Fullstoffs (7) aufweist 

10. Sensorbauelement nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der tran spa- 
rente Fiillstoff (7) transparentes Sihkongei urnfaBt. 
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Abstract of DE1 9958229 

Focusing unit, transparent plate and casing 
comprise the same material, or materials of near 
identical thermal expansion coefficient. Insulating 
casing (1) including basal openings (1a, 1b), has 
a lead frame (3) reaching through it. The optical 
semiconductor chip (2) is fixed to the base of the 
casing and has surface pads connected (4) to the 
lead frame. The interior is transparently filled (7). 
The openings absorb expansion or contraction of 
the filler. A transparent plate (5) is arranged over 
filler and chip, adhered or welded to the casing. A 
focusing unit (6) is adhered or welded to the 
plate, located to focus images on the chip. 
Focusing unit, transparent plate and casing 
comprise the same material, or materials of near 
identical thermal expansion coefficient. 
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Abstract of US6627872 

A semiconductor optical sensing apparatus is | 

formed of a casing made of an electrically j ~ — — — _____ 



insulative material and having at least one 
opening at a bottom portion; a wiring device 
extending from an inside to an outside of the 
casing; a semiconductor optical sensor chip 
bonded to the bottom portion of the casing; and a 
connecting device for connecting a terminal of 
the sensor chip and the wiring device. A 
transparent filler is filled in a space inside the 
casing to cover the sensor chip, wherein the 
opening absorbs a volume change of the 
transparent filler caused by expansion or 
contraction thereof. A focusing device is 
connected to the casing and located at a position 
to focus an image on the sensor chip. The 
focusing device and casing are made of the 
same material or materials having substantially 
same thermal expansion coefficients. The 
semiconductor apparatus has a simple structure 
less affected by temperature variations and 
facilitates preventing deterioration and variation 
of optical characteristics, elongating life and 
improving reliability of the apparatus. 
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